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Nationales Vorwort

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN IEC 52/573/CD:1996-11.

Fir die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 682 ,Montageverfahren fiir elektronische Bau-
gruppen“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE zu-
standig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom TC 91 ,Electronics assembly technology“ erarbeitet.

Far den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die

Verweisung auf die jeweils neueste gultige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Be-
zug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ergibt sich, soweit ein
Zusammenhang besteht, grundsatzlich tGber die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation. Beispiel:

IEC 60068 ist als EN 60068 als Europaische Norm durch CENELEC ibernommen und als DIN EN 60068 ins
Deutsche Normenwerk aufgenommen.

Beginn der Giiltigkeit

Die EN 61188-5-2 wurde am 2003-09-01 angenommen.
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EUROPAISCHE NORM EN 61188-5-2

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 2003

ICS 31.180; 31.190

Deutsche Fassung

Leiterplatten und Flachbaugruppen

Konstruktion und Anwendung

Teil 5-2: Betrachtungen zur Montage (Anschlussflache/Verbindung) — Einzelbauelemente
(IEC 61188-5-2:2003)

Printed boards and printed board assemblies — Cartes imprimées et cartes imprimées
Design and use — équipées — Conception et utilisation —
Part 5-2: Attachment (land/joint) considerations — Partie 5-2: Considérations sur les liaisons
Discrete components pistes-soudures — Composants discrets
(IEC 61188-5-2:2003) (CEI 61188-5-2:2003)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2003-09-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elekirotechnischen Komitees von Belgien, Danemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Litauen, Luxemburg, Malta, den
Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Spanien, der
Tschechischen Republik, Ungarn und dem Vereinigten Konigreich.

CENELEC

Européisches Komitee fir Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 2003 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,

sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten. cuments
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Vorwort

Der Text des Schriftstiicks 91/382/FDIS, zukiinftige 1. Ausgabe von IEC 61188-5-2, ausgearbeitet von dem
IEC TC 91 ,Electronics assembly technology®, wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen
und von CENELEC am 2003-09-01 als EN 61188-5-2 angenommen.
Diese Europaische Norm muss in Verbindung mit EN 61188-5-1:2002 angewendet werden.
Nachstehende Daten wurden festgelegt:
— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veroffentlichung einer identischen nationalen
Norm oder durch Anerkennung ibernommen werden
muss (dop):  2004-06-01
— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
der EN entgegenstehen, zuriickgezogen werden
missen (dow):  2006-09-01
Anhange, die als ,normativ* bezeichnet sind, gehdren zum Norminhalt.

In dieser Norm ist Anhang ZA normativ.
Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugeflgt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 61188-5-2:2003 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abanderung
als Europaische Norm angenommen.

In der offiziellen Fassung sind unter ,Literaturhinweise“ zu den aufgelisteten Normen die nachstehenden An-
merkungen einzutragen:

IEC 60051 ANMERKUNG Harmonisiert in der Reihe EN 60051 (nicht modifiziert).
IEC 61191-1 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 61191-1:1998 (nicht modifiziert).

IEC 61191-2 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 61191-2:1998 (nicht modifiziert).
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Einleitung

Dieser Teil der IEC 61188 betrifft die Landeflachenbilder fiir diskrete Bauelemente wie Chipwiderstande,
Chipkondensatoren und verschiedene Dioden- und Transistortypen.

Die vorgeschlagenen Landeflachendimensionen basieren auf der fundamentalen Toleranzkalkulation, kombi-
niert mit den vorgegebenen Landeflachen- und Belegflachenibermalfien (siehe IEC 61188-5-1, Grund-
legende Forderungen). Die Belegflache schlie3t alle Gesichtspunkte der normalen Fertigungserfordernisse
ein.

Die Landeflachenkonfigurationen dieser Norm sind generell fir den Prozess Lotpastenauftrag und Auf-
schmelzléten anwendbar. Fur Badlétprozesse (z. B. Wellen-, Jet-, Schleppléten) moégen die Landeflachen zu
modifizieren sein, um Abschattungs- und Lotbriickeneffekte zu vermeiden (z. B. durch Vergré3ern der Lande-
flachenabmessung in Létrichtung und/oder Hinzufigen von Lotfangern).

Diese Norm bietet eine dreifache Landeflachendimensionierung (Stufen 1, 2 und 3) auf der Basis des
dreifachen Satzes von Lande- und Belegflacheniberstanden: Maximum (max.), Median (mdn) und Minimum
(min.). Jedem Landeflachenbild ist eine Identifikationsnummer zugeordnet, um die Merkmale der spezifischen
Robustheit des Landeflachenbildes anzuzeigen. Die Benutzer haben auch die Méglichkeit, die Information so
zu organisieren, dass sie moglichst hilfreich fir ihre eigene Entwurfsarbeit ist.

Diese Norm nimmt an, dass die Landeflachenabmessungen immer grof3er als der Bauelementanschluss oder
die Anschlussbeine sind. Wenn ein Anwender gute Griinde hat, Lotresist zu verwenden, um die Benetzung
auf einer Landeflache einzugrenzen oder Landeflachen kleiner als die Bauelementanschlisse, oder ein
Konzept zu verwenden, das sich von dem der IEC 61188-5-1 unterscheidet, dann mag dieser Standard nicht
passen.

Es liegt in der Verantwortlichkeit des Anwenders, die verwendete SMD-Landeflachenkonfiguration zu verifi-
Zieren, um einen ungestodrten Montageprozess einschlie3lich Prifen und einer gesicherten Zuverlassigkeit far
die Stressbeanspruchung des Produktes im Gebrauch zu gewahrleisten.

Die Abmessungen der Bauelemente, die in diesem Standard gelistet sind, sind solche, die auf dem Markt
erhaltlich sind, sie werden als Referenz betrachtet.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der IEC 61188 liefert Informationen Uber Landeflachenkonfigurationen, die fir die Oberflachen-
montage von diskreten elektronischen Bauelementen verwendet werden.

Die Absicht dieser Norm ist es, die geeignete Grolke und Form sowie die Toleranzen der Oberflachen-
montage-Landeflachen vorzugeben, um ausreichenden Platz fiir die geeignete Lotflillung zu sichern und um
auch die Inspektion, das Prifen und die Reparaturen an den resultierenden Létverbindungen zu erméglichen.
Jeder Abschnitt enthalt einen spezifischen Satz von klar vorgestellten Kriterien, welche Informationen zum

Bauelement, Uber die Bauelementabmessungen, die Auslegung der Lotverbindungen und die Landeflachen-
Dimensionierungen vorsehen.

2 Normative Verweisungen

Die nachfolgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlief3lich aller Anderungen).

IEC 60068-2-58, Environmental testing — Part 2-58: Tests: Test Td. Test methods for solderability,
resistance to dissolution of metallization and soldering heat of surface mounting devices (SMD).

IEC 60115-1, Fixed resistors for use in electronic equipment — Part 1. General specification.

IEC 60286-3, Packaging of components for automatic handling — Part 3: Packaging of leadless components
on continuous tapes.

IEC 60286-4, Packaging of components for automatic handling — Part 4: Stick magazines for electric
components encapsulated in packages of form E and G.

IEC 60286-5, Packaging of components for automatic handling — Part 5: Matrix trays.

IEC 60286-6, Packaging of components for automatic handling — Part 6: Bulk case packaging for surface
mounting compounds.

IEC 60384-3, Fixed capacitors for use in electronic equipment — Part 3: Sectional specification — Fixed
Tantalum chip capacitors.

IEC 60384-18, Fixed capacitors for use in electronic equipment — Part 18: Sectional specification — Fixed
Aluminium electrolytic chip capacitors with solid and non-solid electrolyte.

IEC 60384-20, Fixed capacitors for use in electronic equipment — Part 20: Sectional specification — Fixed
metallized polyphenylene sulfide film dielectric chip d.c. capacitors.

IEC 61188-5-1, Printed boards and printed board assemblies — Design and use — Part 5-1: Attachment
(land/joint) considerations — Generic requirements.

IEC 61605, Fixed inductors for use in electronic and telecommunication equipment — Marking codes.
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3 Lieferverpackung

Die folgenden Normen sollen einbezogen werden:
— |EC 60286-3 (Bild 1);

— |EC 60286-4;

— |EC 60286-5;

— |EC 60286-6.

Abdeckstreifen

Transportloch
Bauelementmulde

Gepresster
Tragergurt

Transportloch

(O © O (5 o { Gepresster Tragergurt

)UDQDUY

Bauelementmulde

Bild 1 — Lieferverpackung

4 Quaderformige Festwert-Chipwiderstande

4.1 Einfihrende Bemerkung

Dieser Abschnitt spezifiziert die Bauelement- und Landeflachenabmessungen fir quaderféormige Festwert-
Chipwiderstande mit einer Toleranzanalyse und Annahmen zu den Lotverbindungen fur die Landeflachen-
abmessungen.

4.2 Bauelementbeschreibung

Eine Menge von Werten existiert flir die Abmessungen der Widerstande. Die folgenden Unterabschnitte be-
schreiben die gebrauchlichsten Typen.

4.2.1 Grundkonstruktion

Bild 2 zeigt ein Ubliches Konstruktionsbeispiel. Die Widerstandsbahn ist auf einem keramischen Substrat
aufgetragen und an beiden Enden symmetrisch mit einem ,(um die Enden) herumgeschlagenen® U-geform-
ten Metallstreifen abgeschlossen. Die Widerstandsbahn befindet sich auf der Oberseite. Da die meisten
Bestlicksysteme einen Vakuum-Aufnahmekopf verwenden, ist es wichtig, dass die Oberflache des Wider-
standes plan hergestellt ist, andernfalls kann die Vakuumaufnahme problematisch sein.
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Passivierung

Widerstandselement

Aluminiumoxydsubstrat

Innere Elektrode wrap-around-Anschluss

Bild 2 — Konstruktion eines quaderférmigen Festwert-Chipwiderstandes

4.2.2 Werkstoffe fiir die Bauelementanschliisse

Die Anschlisse sollten mit einem l6tfreundlichen Werkstoff Gberzogen sein, geeignet fir das anzuwendende
Lotverfahren.

Die Anschlisse missen symmetrisch sein, dazu frei von Knétchen, Ausbeulungen, Vorspriingen usw., die
die Symmetrie oder die Abmessungstoleranzen des Bauteiles beeintrachtigen. Der Anschluss am Ende muss
das Ende des Bauelementes abdecken und muss auf der Ober- und Unterseite vorstehen. Létlberzige, auf-
getragen Uber Edelmetallelektroden, missen eine Diffusionssperrschicht haben zwischen der Elektroden-

metallisierung und dem Létuberzug. Der Werkstoff fur die Sperrschicht sollte Nickel oder ein ahnliches Metall
sein, das wirksam als Diffusionsbarriere ist.

4.2.3 Kennzeichnung
Chipwiderstande werden generell nicht am Bauelementkorper gekennzeichnet. Wenn eine Kennzeichnung

angebracht werden kann, muss der Chipwiderstand klar mit dem gegebenen Widerstandswert gekennzeich-
net sein und maglichst vielen der verbleibenden Angaben nach 2.4 der IEC 60115-1.

4.2.4 Tragerverpackungsformat

Hierfur gilt IEC 60286-3.

4.2.5 Lotbarkeit, Ablegierungsfestigkeit der Metallisierung und Létwarmebestandigkeit

Hierflr gilt IEC 60068-2-58.

4.3 Bauelementmale

Bild 3 zeigt die Abmessungen flr quaderférmige Festwert-Chipwiderstande.
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- e

— T - — X —

MaRe in mm
Bauelement- L S W T H
Kennung Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
1005 0,95 1,05 0,35 0,75 0,45 0,55 0,15 0,30 0,30 0,40
1608 1,50 1,70 0,50 1,50 0,70 0,90 0,10 0,50 0,35 0,55
2012 1,90 2,10 0,70 1,70 1,15 1,35 0,20 0,60 0,45 0,65
3216 3,00 3,40 1,50 2,90 1,45 1,75 0,25 0,75 0,45 0,65
3225 3,00 3,40 1,50 2,90 2,30 2,70 0,25 0,75 0,45 0,65
5025 4,80 5,20 3,10 4,50 2,30 2,70 0,35 0,85 0,35 0,75
6332 6,10 6,50 4,40 5,80 3,00 3,40 0,35 0,85 0,35 0,75

Bild 3 — Abmessungen der Festwert-Chipwiderstande

4.4 Auslegung der Lotfiillung

Bild 4 zeigt Form und MalRe der Lotfillung nach dem Loétprozess. Die Minimum-, Mittel- und Maximum-Male
von jeder der Zeh-, Fersen- und Seitenfullungen werden unter Einbeziehung der Zuverlassigkeit der
Lotverbindungen, ebenso der Qualitat und Produktivitdat des Bauelementmontageprozesses bestimmt. Die
Auslegung bendtigt die Einbeziehung von drei Faktoren, betreffend die Genauigkeit: Die MaRgenauigkeit der
Bauelemente (C), die Platzierungsgenauigkeit der Bauteile auf der gedruckten Schaltung (P) und die Lande-
flachengenauigkeit auf der gedruckten Schaltung (F), zusatzlich zu den Lotflllungsabmessungen. Die For-
meln zum Erhalt der Toleranz, die von diesen Faktoren herrihren, sind die folgenden:

a. Betrachtung zur Auslegung, wenn ohne Selbstjustageeffekt gelétet wird (Stufe 1)

Bei den Badlétverfahren gibt es keinen Selbstjustageeffekt. Daher kénnen die Formeln nicht vereinfacht
werden, sie verbleiben wie folgt:

2 2 2
Zmax =Lmin+2JTmax+TT It =\/FL1 +P T+

2 2 2
Gminzsmax_ZJHmax_TH THz\/FL1 + A +CS

2 2 2
Xmax:Wmin""ZJS max T1s TS:\/FU +h4 +Cy
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b. Betrachtung zur Auslegung, wenn ohne Selbstjustageeffekt geldtet wird (Stufe 2)

2 2 2

Zmax:Lmin+2Jden+TT TT:\/FLZ +h"+Cp
Gin = Smax — 2/ man — T Ty = FLo% + P g2 + G2
min ~ ®max Hmdn H H— L2 tip2 tCg
2 2 2

Xmax:Wmin+2JSmdn+TS TS:\/FLZ +h5"+Cy

c. Betrachtung zur Auslegung, wenn ohne Selbstjustageeffekt gelétet wird (Stufe 3)

2 2 2
Zmax = Lmin +2JTmin +Tr It = \/FLS +h3"+Cp
Ginin = Smax — 21 min T, Ty = Fis® + Ba?+Cs’
min — “max H min H H~ L3 ti13 t+Cg

2 2 2

Xmaszmin+2JSmin+TS TS=\/FL3 +h 3" +Cy

Beim Reflow-Lotprozess gibt es den Selbstjustageeffekt, da keine Kleber zum Fixieren der Bauelemente
verwendet werden. Bei den Oberflachenmontageprozessen mit Reflow-Loten kdnnen ein Platzierungsversatz
der Bauelemente und die Landeflachenungenauigkeit beim Loten durch den Selbstjustageeffekt beseitigt
werden (daher kénnen die Faktoren P und F als 0 betrachtet werden). Daher kénnen die Formeln folgender-
malfen vereinfacht werden:

It =G, Zmax =Lmin+2JTmin+CL =Lmax+2JTmin
Ty =Cs,  Gpin :Smax_ZJHmin_CS = Smin = 2JH min
Ig = Cy, Xmax:Wmin+2JSmin+CW:Wmax+2JSmin

Jede andere Toleranz als die oben verwendeten kann verwendet werden, abhangig von der Starke der
Lotverbindung, der Fahigkeit des verwendeten Lotprozesses usw.

Seitenfullung

Zeh-Fullung - - g
= S el Jp e T Fersenfullung S
1 I
/ / \
’// \ // \\
N\ -~ ~
G D¢
Zmax min - max -

ANMERKUNG  Wenn Widerstande keine seitliche Materialisierung haben, soll die Seitenflllung oder das Ji-Mal auf
das sich verjiingende Teil der Zeh-Lotflllung bezogen werden.
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MaRe in mm
Lotverbindung
Toleranz-Annahmen
Zeh Ferse Seite
Bauelement-
Kennung F P Jr Ju Jg
L1 | L-2|L-3|LA|L2|L-3| ¢ |Max.|Mdn | Min. Cg Max. | Mdn | Min. | C,, (Max. | Mdn | Min.
1005 03(02)01]02(0,45]0,1| 0,1 06 | 04|02 ]| 04 0 0 0 0,1 0 0 0
1608 03(02)01)04|02]01]02] 06 ] 04 (0,2 1 0 0 0 0,2 0 0 0
2012 03(02|01)04|02]01]02] 06 ]| 04|02 1 0 0 0 0,2 0 0 0
3216 03(02|01]04|02]01]04 ]| 06|04 (02]14 0 0 0 0,3 0 0 0
3225 03(02|01]04|02]01]04 ]| 06|04 (02]14 0 0 0 0,4 0 0 0
5025 03(02|01]04|02]|01]04 ]| 06|04 (02]14 0 0 0 0,4 0 0 0
6332 03(02|01]04|02]|01]04 ]| 06|04 (02]14 0 0 0 0,4 0 0 0

4.5 Landeflachenabmessungen

Bild 4 — Uberstand der Lotfiillung

Bild 5 zeigt die Landeflachenabmessungen fir die quaderférmigen Festwert-Chipwiderstande fir die Auf-
schmelz- und die Badlétverfahren. Diese Werte sind berechnet worden auf der Grundlage der Beziehung fur
die Auslegung der Lotflllung, dargestellt in 4.4. Die G,,,-Werte fur die 1005-Widerstande sind gréRer als die

berechneten Werte, um der Briickenbildung zwischen den benachbarten Landeflachen vorzubeugen.

Die Belegflache wurde berechnet und aufgerundet unter Verwendung der folgenden Beziehung (der Aufrun-
dungsfaktor ist das nachste Vielfache von 0,05 mm fir das Minimum, 0,5 mm fir das Maximum).

CY, =

+ (Belegflacheniberstand x 2)

CY, =

+ (Belegflacheniberstand x 2)
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A
A

Y P G -
<t 4 &=
Stufe 1 MaRe in mm
Landeflachen- | Bauelement- VA G X Yy C CY. CY.
Kennung Kennung 1 2
2010M 1005 2,55 0,5 0,85 1,05 1,55 4 2
2011M 1808 3,25 0,5 1,25 1,4 1,9 5 3
2012M 2012 3,65 0,55 1,7 1,55 2,1 5 3
2013M 3216 4,85 1,6 2,05 1,65 3,25 6 4
2014M 3225 4,85 1,6 2,95 1,65 3,25 6 4
2015M 5025 6,65 3,2 2,95 1,75 4,95 8 4
2016M 6332 7,95 4,5 3,65 1,75 6,25 9 5
Stufe 2
Landeflachen- | Bauelement- V4 G X Y c cy, v,
Kennung Kennung
2010N 1005 2,05 0,5 0,75 0,8 1,3 2,6 1,3
2011N 1808 2,65 0,5 1,05 1,1 1,6 3,2 1,6
2012N 2012 3,05 0,65 1,5 1,2 1,85 3,6 2
2013N 3216 4,3 1,65 1,9 1,35 3 4,8 24
2014N 3225 43 1,65 2,8 1,35 3 4,8 3,3
2015N 5025 6,1 3,25 2,8 1,45 4,7 6,6 3,3
2016N 6332 7.4 4,44 3,5 1,45 6 7.9 4
Stufe 3
Landeflachen- | Bauelement- VA G X Y C CY. CY.
Kennung Kennung 1 2
2010L 1005 1,45 0,5 0,55 0,5 1,0 1,6 0,8
2011L 1808 2,1 0,5 0,9 0,8 1,3 2,2 1.1
2012L 2012 25 0,7 1,35 0,9 1,6 2,6 1,5
2013L 3216 3,8 1,5 1,75 1,15 2,65 3,9 1,9
2014L 3225 3,8 1,5 2,7 1,15 2,65 3,9 2,9
2015L 5025 5,6 3,1 2,7 1,25 4,35 57 2,9
2016L 6332 6,9 4,4 34 1,25 5,65 7,0 3,6

Bild 5 — Quaderféormige Festwert-Chipwiderstande, Abmessungen der Landeflachenbilder
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5 Feste zylindrische Chipwiderstande

5.1 Einfuhrende Bemerkung
Dieser Abschnitt spezifiziert die Bauelement- und Landeflachenabmessungen fir quaderférmige Festwert-

Chipwiderstande zusammen mit einer Toleranzanalyse und Annahmen zu den Létverbindungen fir die Lan-
deflachenabmessungen.

5.2 Bauelementbeschreibung

Eine Menge von Werten existiert fir die Abmessungen der Widerstéande. Die folgenden Unterabschnitte be-
schreiben die gebrauchlichsten Typen.

5.21 Grundkonstruktion
Bild 6 zeigt ein Ubliches Konstruktionsbeispiel.

Widerstandselement

Isolierende Abdeckung

Endkappe

Farbcode

Keramikkern Spiralférmige Windungen

Bild 6 — Konstruktion eines zylindrischen Festwert-Chipwiderstandes

5.2.2 Werkstoffe fiir die Bauelementanschliisse

Die Anschlisse sollten mit einem I6tfreundlichen Werkstoff Gberzogen sein, geeignet fur das anzuwendende
Lotverfahren.

Die Anschlisse mussen symmetrisch sein, dazu frei von Knétchen, Ausbeulungen, Vorspringen usw., die

die Symmetrie oder die Abmessungstoleranzen des Bauteiles beeintrachtigen. Der Anschluss am Ende muss
das Ende des Bauelementes abdecken und muss rundherum tber den ganzen Umfang hervorstehen.

5.2.3 Kennzeichnung
Chipwiderstande werden generell nicht am Bauelementkorper gekennzeichnet. Wenn eine Kennzeichnung

angebracht werden kann, muss der Chipwiderstand klar mit dem gegebenen Widerstandswert gekennzeich-
net sein und mit moglichst vielen der verbleibenden Angaben nach 2.4 der IEC 60115-1.

5.2.4 Tragerverpackungsformat

Hierfur gelten IEC 60286-3 oder IEC 60286-6.
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